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半导体设备行业 

TSMC 扩大资本开支，ASML EUV订单强劲增长，

国产设备有望获大基金二期重点支持 
 

国际市场上，台积电为 7nm和 5nm产能扩张而大幅提高 2019年资本开支，

ASML三季度 EUV订单创历史新高，先进制程对半导体设备行业需求的拉动

效果非常显著。而国内市场上，晶圆厂新一轮设备招标已经启动，8月份开始

招投标明显增加，设备龙头企业中标订单也明显增加。大基金二期也已于 10

月 22日注册成立，注册资本为 2,041.5亿元。继续看好半导体设备板块。 

报告要点 

 9月 TSMC营业收入保持高位，16nm-7nm先进制程产能紧张。台积电 9月
营业收入 1,022亿新台币，同比增长 8%，连续 4个月扭转下滑趋势，单月
收入维持在高位，其 16nm/12nm/7nm等产能供应紧张，尚未投产的 5nm产
能也已被苹果、海思、超微、比特大陆和赛灵思等预定。TSMC预计四季
度收入 102-103亿美元，环比增长 8.5%-9.5%，同比增长 19%-21%，毛利率
进一步上升至 48-50%之间。 

 9月北美半导体设备出货额 19.5亿美元同比降幅继续收窄。尽管 9月北美
半导体设备出货额较上月环比下滑 2.6%，但同比降幅进一步收窄，近期代
工厂扩大先进制程的资本开支加大 EUV采购，将拉动薄膜设备、刻蚀设备、
量测设备等工艺设备的显著回暖。 

 ASML单季度 EUV订单及总订单金额均创历史新高。今年三季度 ASML的
EUV新增订单达到 23台，与历史最高 10台相比高出 130%，迎来历史上
再次爆发性增长，表明先进制程对设备需求十分旺盛，同时 DRAM客户
也在 1z、1a等制程开始布局 EUV工艺。今年三季度 ASML新增订单额
51亿欧元，环比上升 81%，同比上升 132%，EUV订单占比为 58.5%。 

 台积电大幅提高 2019-2020年资本开支。台积电宣布上修 2019年资本支出，
从原计划 100~110亿美元上调至 140~150亿美元，上调幅度 40%，增量主要
用于 7nm和 5nm产能建设和研发支出，2020年资本支出维持在 140~150亿
美元。由于 5nm 5万片/月产能被预定，台积电将 5nm产能上调至 7-8万片/

月，且 3nm产能将于 2020年开工，2021年完成设备安装，预计 2022年底
到 2023年初量产，2nm工艺研发也已启动。 

 三星电子再向 ASML订购 15台 EUV设备。三星 7nm、5nm制程工艺均采
取 DUV+EUV工艺，其中三星 7nm制程中有 7层 EUV工艺，三星 5nm制程
中有 12层 EUV工艺。2018年初三星曾宣布向 ASML采购 10台 EUV设备，
本次再采购 ASML15台 EUV设备，估计是为 5nm 产能做准备。 

 DRAM也开始采用EUV工艺。据ASML三季报披露，EUV客户中出现了DRAM

客户，且更多 DRAM客户已与 ASML合作探讨 EUV工艺，能显著提升产品
性能。1z DRAM产品中仅 1层 EUV工艺应用，但 1a及 1b DRAM将会有 3-4

层以上的 EUV工艺应用。 

 晶圆厂扩产提速，中国大陆新一轮集成电路设备采购大潮已经到来。今年
多个晶圆产线投产，意味着大陆晶圆厂将陆续进入下一轮设备采购密集
期。长江存储、合肥长鑫、华力二期、华虹无锡、积塔半导体等已经陆续
扩产或采购设备，今年下半年至 2020年将是工艺设备采购及交付高峰。 

 大基金二期将培育中国的 AMAT或 TEL。大基金二期已于 10月 22日注册
成立，在设备领域将有望加大对中微、北方华创等龙头的投入，以及对离
子注入机、涂胶显影设备、量测、光刻工艺设备等的支持。 

重点推荐 
 个股方面，我们持续强烈推荐：北方华创、精测电子、万业企业、长川科

技、晶盛机电，推荐关注中微公司、盛美半导体、至纯科技。 

评级面临的主要风险 
 客户项目进度低于预期，新产品工艺验证时间长且风险高。 
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TSMC单月营收维持在历史高位 

台积电 9月营业收入 1,022亿台币，同比增长 8%，连续 4个月扭转下滑趋势。 

 

图表 1. TSMC月度营收维持在高位 
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资料来源：TSMC公告，中银国际证券        

 

台积电先进制程收入占比过半 

三季度收入中，7nm节点收入占比达到 27%，16-7nm先进制程收入占比达到 51%。 

 

图表 2. TSMC 7nm节点制程收入占比迅速攀升 
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资料来源：TSMC公告，中银国际证券        
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图表 3.TSMC三季度 16nm-7nm节点制程收入占比超 1/2 
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资料来源：TSMC公告，中银国际证券        

 

北美半导体设备制造商 9月出货额同比降幅收窄 

北美半导体设备制造商 9月出货金额为 19.5亿美元，环比下降 2.6%，但同比下滑幅度较今年 1-8月明

显收窄。 

 

图表 4. 北美半导体设备制造商 9月出货 
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资料来源：www.semi.org，中银国际证券        

 

ASML EUV订单创历史新高 

今年三季度 ASML的 EUV新增订单达到 23台，与历史最高 10台相比高出 130%，迎来历史上再次爆

发性增长，表明先进制程对设备需求十分旺盛。同时，ASML的 EUV交货量也稳步上升，第三季度交

付 EUV设备 7台，预计四季度交付 EUV设备 8台，全年交付 EUV设备 26台，而 2016、2017、2018年

依次交付 5台、11台、18台。 
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图表 5. ASML EUV订单创新高 
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资料来源：ASML、中银国际证券 

 

图表 6. ASML EUV累计交付 50多台 
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资料来源：ASML、中银国际证券 

 

2019年三季度，ASML新增订单金额达到历史最高 51亿欧元，环比上升 81%，同比上升 132%，EUV

订单占比为 58.5%。 
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图表 7. ASML光刻机单季度订单额创新高 
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资料来源：ASML、中银国际证券 

 

图表 8. ASML三季度订单金额中 EUV占比 58.5% 
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资料来源：ASML、中银国际证券 

 

台积电大幅提高 2019-2020年资本开支 

根据台积电最新季报显示，台积电将 2019年资本开支计划从原来的 110亿美元，上调至 140-150亿美

元，创下公司历史的新高，主要是5G的需求高过预期，其整体市场的发展甚至快于 4G。公司预计 2020

年资本开支也将保持在 140-150亿美元，公司将持续对 5nm、3nm、2nm先进制程的扩产和研发。 
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图表 9. TSMC历年资本支出及增速 
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资料来源：TSMC、中银国际证券 

 

另一家先进制程代工厂三星电子，目前 7nm EUV技术已实现量产，5nm制程计划在 2020年上半年量

产，3nm制程预计在 2021年进入量产。为了抢占未来 2-3年 5G商用化带来的半导体市场需求，近日

三星电子向 ASML追加采购 15台 EUV设备，是 2018年 2月宣布投入 10台 EUV设备之后再次大量采

购 EUV设备。 

 

今年大陆多个晶圆厂陆续投产/量产 

9月，华虹半导体（无锡）项目、广州粤芯半导体项目、合肥长鑫 DRAM项目均正式投产。今年年底

到明年年初，国内包括燕东微电子、上海积塔半导体等的多条 8寸线也将陆续投产。 

 

图表 10. 大陆晶圆厂投产及规划情况 

 投产/量产情况 产能规划 投资计划 

长江存储 
2018年底 32层 64Gb 3D NAND Flash量产，预计 2019年底正

式量产 64层堆栈 3D闪存 
30万片/月 240亿美元 

合肥长鑫 
2018年底 19nm 8GB DDR4工程样片下线；2019年三季度 8GB 

LPDDR4正式投产 
一期 12万片/月 

一期约 500亿元，总投

资 1500亿元 

广州粤芯半导体 2019年 9月 20日一期正式投产，产能估计达到 3千片/月 4+4万片/月 288亿元 

华虹半导体（无锡） 2019年 9月 17日 55nm工艺正式投产 一期 4片万/月 一期投资 25亿美元 

华力二期 
2018年量产了 28nm工艺，更先进的 14nm工艺预计在 2020

年量产 
4片万/月 387亿元 

燕东微电子 首期 2万片/月的 8英寸线即将投产 5万片/月的 8英寸生产线 48亿元 

上海积塔半导体 2020年将投产 

6万片/月的 8英寸生产线

和5万片/月12英寸特色工

艺生产线 

359亿元 

中芯南方 预计今年年底 14nm FinFET开始商业化生产 7万片/月 102.4亿美元 

士兰微（厦门）化合物

半导体 
预计今年年底投产 116万片/月 50亿元 

士兰微（厦门）12寸特

色工艺 
预计明年年初投产 8万片/月（一期） 170亿元 

紫光集团 DRAM事业部 
DRAM存储芯片制造工厂计划于 2019年底开工建设，预计

2021年建成投产 
 未来 10年 8000亿元 

紫光集团南京项目 2018年 9月 30日正式开工 
一期 10万片/月，总产能

规划 30万片/月 

一期投资 105亿美元，

总投资 300亿美元 

资料来源：公司公告，公司新闻，电子发烧友、集微网，中银国际证券 
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大基金二期将培育中国的 AMAT或 TEL 

大基金二期也已于 10月 22日注册成立，注册资本为 2041.5亿元。 

2019年半导体集成电路零部件峰会上，国家大基金曾透露了未来大基金投资布局及规划方向： 

一是支持龙头企业做大做强，提升成线能力 

首期基金主要完成产业布局，二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布

局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大最强，形成系列化、成套化装备产品。 

对照《纲要》继续填补空白，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投

资布局，保障产业链安全。 

二是产业聚集，抱团发展，组团出海 

推动建立专属的集成电路装备产业园区，吸引装备零部件企业集中投资设立研发中心或产业化基

地，实现产业资源和人才的聚集，加强上下游联系交流，提升研发和产业化配套能力，形成产业聚

集的合力。 

积极推动国内外资源整合、重组，壮大骨干企业，培育中国大陆“应用材料”或“东电电子”的企

业苗子。 

三是续推进国产装备材料的下游应用 

充分发挥基金在全产业链布局的优势，持续推进装备与集成电路制造、封测企业的协同，加强基金

所投企业间的上下游结合，加速装备从验证到“批量采购”的过程，为本土装备材料企业争取更多

的市场机会。 

督促制造企业提高国产装备验证及采购比例，为更多国产设备材料提供工艺验证条件，扩大采购规

模。 

 

图表 11. 报告中提及上市公司估值表 

公司代码 公司简称 评级 股价 市值 每股收益(元/股) 市盈率(x) 最新每股净资产 

   (元) (亿元) 2018A 2019E 2018A 2019E (元/股) 

002371.SZ 北方华创 买入 64.85 297.02 0.51 0.746 127.2 86.9 7.97 

300604.SZ 长川科技 买入 20.03 62.95 0.129 0.142 155.3 141.1 1.52 

300567.SZ 精测电子 买入 40.12 98.45 1.18 1.34 34.1 29.9 5.04 

300316.SZ 晶盛机电 买入 14.09 180.98 0.45 0.50 31.1 28.2 3.26 

600641.SH 万业企业 买入 12.73 102.62 1.21 0.76 10.6 16.8 7.63 

688012.SH 中微公司 未有评级 62.44 333.97 0.17 0.32 367.5 193.9 4.02 

603690.SH 至纯科技 未有评级 21.84 56.55 0.13 0.52 174.3 42.0 3.40 

资料来源：万得，中银国际证券 

注：股价截止日 2019年 10月 25日，未有评级公司盈利预测来自万得一致预期 
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披露声明 

 

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客

观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何

财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。 

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报

告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，

以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。 

 

评级体系说明 

 

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准： 

公司投资评级： 

买        入：预计该公司在未来 6个月内超越基准指数 20%以上； 

增        持：预计该公司在未来 6个月内超越基准指数 10%-20%； 

中        性：预计该公司股价在未来 6个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间； 

减        持：预计该公司股价在未来 6个月内相对基准指数跌幅在 10%以上； 

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。 

 

行业投资评级： 

强于大市：预计该行业指数在未来 6个月内表现强于基准指数； 

中        性：预计该行业指数在未来 6个月内表现基本与基准指数持平； 

弱于大市：预计该行业指数在未来 6个月内表现弱于基准指数。 

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。 

 

沪深市场基准指数为沪深 300指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数
或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500指数。 
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